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(57) Abstract: The invention relates to a method and a device for production and
provision of electronic components.
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a __ 1 (57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung
5 1u L > Fig ib zum Erzeugen und Bereitstellen von elektronischen Bauteilen.
° /13
¢ 1
3
4 > ,3Fig 1¢
HEHE=HE fo 14
4 " 9
T
1u 3 5 .
4 3Flg le
R e
5" Fig 1f
¢ 8 13
(III M O =4
5" 6 Fig 1
8 919
som‘:‘ﬁrﬁ'
3 4u




